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#/ ELECTRONICS PRODUCTION EQUIPMENT

Schablonendrucker ReflowlGten VERSA®FIT — Series ONE & FIVE

Wellenléten Linienautomatisierung

Handl6ten i-CON Robot-ready Inspektionssysteme Reworksysteme
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27  EINLEITUNG

Grundlagen des Lotens
SMT Lo6ttechnolgie
| THT Lottechnolgie
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Lotkolben im Jahr 1921:

/> WOHER KOMMT DAS LOTEN?

Seit der Bronzezeit kennt der Mensch die Kunst des Lotens.
Seitdem hat sich die Lottechnik deutlich verbessert.

Die Goldschmiede Alt-Agyptens vor mehr als 5.000 Jahren
wussten bereits Gold und Silber zu verbinden.

Die alten Romer l6teten 400 km lange Wasserleitungen aus
Bleirohren zusammen, bauten aus Bronzeblechen

Badewannen und hatten Waffen- und Goldschmiede.

1921 brachte Ernst Sachs (der Griinder der Firma Ersa) den
ersten elektrischen Lotkolben auf den Markt.

CCEX

OPL LISTED
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/> DIE KUNST DES LOTENS

Zum Loten wird ein zusatzliches Metall (Lot) als Fillstoff verwendet.

Beim Loten werden zwei metallische Werkstiicke mit Hilfe eines
geschmolzenen metallischen Bindemittels (Lot) verbunden, wobei der
Schmelzpunkt des Lots immer niedriger ist als der des zu verbindenden

Metalls.

Wenn die Temperatur des Lotes Uiber dessen Schmelztemperatur (Liquidus)
angehoben wird, entsteht eine metallische Verbindung zwischen den
Werkstiicken ohne dass ihre Oberflachen schmelzen.

Oxide auf der Oberflache der Werkstiicke verhindern die metallische Bindung, daher
mussen die Oberflachen vor dem Loten mit Flussmittel von Oxiden befreit werden.

Die Schmelztemperatur der Grundmaterialien wird wahrend des Prozesses nicht erreicht.

Weichloten

* Liegt der Schmelzpunkt des Lotes unter 450 °C, spricht man vom Weichl6ten

* Die Lotstellen beim Weichloten werden mit einer Lotlegierung gefiillt

* Weichlote basieren meist auf Zinn - ,,Lotzinn“

* Weitere Legierungsbestandteile im Lot senken die Liquidustemperatur und
erhohen die mechanische Stabilitat
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/> LOTTECHNOLOGIE UBERBLICK

SMT — SURFACE MOUNT TECHNOLOGY

THT-Létstelle

der gegenuberliegenden Lotseite gelotet.

Bauteilseite aus durch Locher in der Leiterplatte gesteckt und auf

LOTSTATION HANDLOTEN

SMT-Létstelle

= THT - Through Hole Technology > Durchsteckmontagetechnik = SMT - Surface Mount Technology > Oberfldchenmontagetechnik
= THD -Through Hole Device > bedrahtete Bauteile werden von der = SMD - Surface Mount Device > Bauteile, deren Anschlusse direkt
mit den Lotdepots auf der Leiterplattenoberflache verlotet werden
> Bauteilseite = Lotseite > doppelseitige Bestuckung moglich!

# kurtz ersa
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7>/ THT-LOTEN

* Beim THT-LOoten werden bedrahtete Bauteile (THD) durch ein
Kontaktlotverfahren verarbeitet.

* Warme wird durch Kontakt mit dem flissigen Lot auf der Lotseite einer
Leiterplatte zugefiihrt, bis das Lot mit den Fugeflachen reagiert und die
Oberflachen der Anschlisse benetzt.

* Das Lot breitet sich aus und kriecht in den Lotspalt zwischen den
Flgepartnern - es entsteht eine Lotstelle.

* Beim manuellen Loten wird meist mit einem Lotkolben gearbeitet. Die
Warmedibertragung erfolgt durch eine zur Lotstelle passende Lotspitze.
Die eigentliche Warmebriicke ist dabei das fllssige Lot zwischen Spitze
und Lotstelle.

* Litzen und Drahte kdnnen vor einer weiteren Verarbeitung mit Lotbadern
qualitativ hochwertig tauchverzinnt werden.
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7/ SMT-LOTEN

Beim SMT-L6ten werden Bauteilanschlisse (auch ,,FiiRe” genannt) direkt mit
den Lotdepots (,,Pad” genannt) auf der Leiterplattenoberflache verlotet.

Das Bauteilspektrum erstreckt sich heute von kleinsten Chipbauteilen (0,25 mm
x 0,125 mm) Uber Leistungsbauteile bis hin zu extrem hochpoligen IC-Bauteilen
mit mehr als 10.000 Anschlissen, teils mit einem Rastermafd von 0,15 mm und
kleiner. StandardrastermaR (engl. Pitch) sind 1,27 mm; alles darunter wird
»Finepitch” genannt.

Im manuellen Lotprozess und in der Reparatur kann mit einem Létkolben oder
HeiBluftkolben gearbeitet werden; je nach Anforderung und Bestandigkeit der

Bauteile.
Bei manchen Bauteilen ist Kontaktloten kritisch, bei anderen wiederum ein

HeiBluftprozess.

# kurtz ersa
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7/~ DEFINITIONEN / GLOSSAR

14

PCB (Printed Circuit Board) PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)

Die Grundplatine, die elektronische Bauteile mechanisch Quadratische Kunststoffverpackung mit
stltzt und elektrisch Uber Kupferbahnen verbindet. J-Lead Anschlissen an allen vier Seiten; kann
in eine Buchse gesteckt oder auf einer
Oberflache montiert werden.

IC Komponente (Integrated Circuit)
SOJ (Small Outline J-lead)

Ein miniaturisierter elektronischer Schaltkreis, der

Transistoren, Widerstande und andere Elemente auf einem Oberflachenmontage-Gehause dhnlich wie

Halbleiterchip enthalt und fur die Montage verpackt ist. SOIC, jedoch mit J-férmigen Anschliissen, die
unter dem Gehause versteckt sind.

Gullwing (Lead Style)
SOIC (Small Outline Integrated Circuit)

Spezielle Form der Pins, die sich wie Mowenfligel nach

auBen und unten biegen; haufig bei QFP und SOIC fur die Kompaktes, rechteckiges Gehause fir die

Oberflachenmontage. Oberflichenmontage mit
Mowenfligelanschlussen an zwei Seiten;

QFP (Quad Flat Package) ’ kleiner als Standard-DIP.

Flaches IC-Gehause mit Anschliissen an allen vier
Seiten, nach auBen in Flugelform gebogen; geeignet fur die
Oberflachenmontage.

/7 kurtz ersa
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2  HANDLOTEN

FUnf Schlisselfaktoren
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/>’ WAS BRAUCHE ICH ZUM LOTEN?

1. Der Lotkolben 2. Die Lotspitze

Fiir den
Warmetransport
vom Heizelement
zur Lotstelle

Fiir die Warme-
erzeugung und
sichere
Handhabung

Als wichtige
Warmebriicke
und als Fullstoff
der Verbindung

Die funf Faktoren, auf die es ankommt

Fir die Benetzungs- Flr Qualitat und
fahigkeit Gesundheit

4, Das Flussmittel
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5. Ein sicheres und
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/> 1. DER LOTKOLBEN %.

Der Lotkolben bringt das Lot durch Warme zum Schmelzen é

Temperaturbereich: 200-450 °C;
Feinelektronik: 250-360 °C

Um fir jeden Lotzweck die richtige Temperatur zu haben, ist die Warmeleistung
des Lotkolbens sowie die effiziente Ubertragung der Wiarme auf die Lotstelle
malgeblich.

Entweder man wahlt einen Lotkolben, der im gewiinschten Temperaturbereich i
liegt, oder man entscheidet sich fiir eine regelbare Lotstation. Diese Gerate

erlauben durch die prazise Regelung der Lotspitzentemperatur auf einen

gewlinschten Wert gleichbleibende Létqualitat in unterschiedlichen

Anwendungen. An Lotstationen kann man die Temperatur fest einstellen.

Die korrekte Temperatur entscheidet liber die Qualitat.

/¥ kurtz ersa 17



/> 2.DIE LOTSPITZE

Welche Lotspitze eignet sich fiir welchen Einsatzzweck? Der richtige Spitzentyp ist essentiell fiir eine ausreichende
Warmelubertragung — unabhangig vom Hersteller oder Spitzensystem!

* Die Lotspitze ist das Herzstlick des Lotkolbens und verantwortlich fiir den Warmefluss vom
Heizelement Uber das Lot zur Lotstelle.

* Je nach Kolben und Lotaufgabe stehen unterschiedlichste Spitzentypen zur Verfligung.

.\r\
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Optimaler Einsatz

LOTSPITZENTYPEN

MEIRELFORM

MeiBelfortsatz immer so kurz und stumpf wie moglich wahlen
- mehr Warmeilibertragung

MeiRel immer mit voller Breite auf das Pad auflegen
MeiRelflache an den Bauteilanschluss anlegen

- verbesserte Warmetubertragung

ABGEBOGENE FORM

Optimaler Einsatz

» Spitzenfortsatz immer so kurz und stumpf wie moglich
wahlen - mehr Warmeibertragung

* Feine Spitzenformen neigen zum schnelleren Entnetzen
- intensive Spitzenpflege erforderlich

* Lot neigt bei feinen Spitzenformen zum ringférmigen
Zuriickziehen auf dem benetzbaren Kegel

Bei normalgroRen und grofRen Lotstellen

Abgeflachte MeilRelform

Universell einsetzbar fiir THT und SMT

Unterschiedliche MeiRelbreiten und —dicken verfiigbar
Hauptsachlich fiir groBere Lotstellen und Litzen entwickelt
Verlangerte Versionen fiir erschwerte Zuganglichkeit verfligbar

* Bei normal bis kleinen verdeckten Lotstellen

» Abgebogene Bleistift- oder MeiRelform

*  Fur schwer zugangliche THT-/SMT-Lotstellen

* Unterschiedliche Langen, Radien/Breiten und Winkel
verfligbar

* Verlangerte Versionen fir erschwerte Zuganglichkeit verfiigbar

/¥ kurtz ersa
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7 LOTSPITZENTYPEN

Optimaler Einsatz

ABGESCHRAGTE RUNDFORM

(VY

Spitzenfortsatz immer so kurz und stumpf wie moglich wahlen
- mehr Warmeibertragung

Gute Benetzungsfahigkeit zur Aufnahme von Lot erforderlich,
z. B. beim Absammeln von Lot, Ubermengen ablaufen lassen
Nach Einsatz mit Entl6tlitzen immer sofort reinigen, damit kein
Flussmittel einbrennt

Optimaler Einsatz

ABGESCHRAGTE SPATELFORM

Spitzenfortsatz immer so breit wie moglich (passend zur
Lotstelle) wahlen = mehr Warmeubertragung

Gute Benetzungsfahigkeit zur Aufnahme von Lot erforderlich,
z. B. beim Absammeln von Lot und Arbeiten mit Entlotlitzen
Nach Einsatz mit Entl6tlitzen immer sofort reinigen, damit kein
Flussmittel einbrennt

Bei Uberschuss- und Restlotentfernung

Meist 45° abgeschragte Ovalform

Legt sich gut an Oberflachen an, Gbertragt viel Warme — fiir
THT und SMT

Unterschiedliche AuBendurchmesser erhaltlich - passend zur
Lotstelle

Ideal auch zum gezielten Einsatz mit Entl6tlitzen auf kleineren
Padreihen und -arealen

Padreinigung, Restlotentfernung grof3e Areale

Meist 45° abgeschragte flache Spatelform

Legt sich gut an Oberflachen an, Gbertragt sehr viel Warme
auch bei niedriger Spitzentemperatur - hauptséachlich fiir
SMT

Unterschiedliche Spatelbreiten erhaltlich

Ideal zum Einsatz mit Entl6tlitzen und Absammeln von Restlot
auf Padreihen und —arealen hochpoliger Bauteile

/¥ kurtz ersa
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Optimaler Einsatz

LOTSPITZENTYPEN
HOHLKEHLSPITZEN

Muldenbreite immer so breit wie moglich (passend zur
FuBgroRe) wahlen - mehr Warmelibertragung

Mulde und Rand darum herum (Lippe) missen gut benetzbar
sein, sonst entsteht keine Abrisskraft

Nach Einsatz immer sofort reinigen, damit kein Flussmittel
einbrennt

KLINGEN-/ MESSERFORMEN

Optimaler Einsatz

* Anlegen der Klinge erfordert Ubung! Es miissen mehrere
Winkel zugleich eingehalten werden

* Klingenflachen miissen gut benetzbar sein, sonst entsteht
keine Abrisskraft

* Nach Einsatz immer sofort reinigen, damit kein Flussmittel
einbrennt

Gullwing-Anschliisse an hochpoligen SMDs

Abgeschragte Spitze mit |6ffelartiger Mulde - Lotdepot
Hochqualitatives, rationelles Schwallléten / ,,Schlepploten
von kompletten Pinreihen an hochpoligen SMDs mit Gullwing-
Anschliissen (QFP, SOIC...). Ahnelt dem Wellenléten.

Ideal auch zur Entfernung von Lotbriicken und Uberschusslot
- Mulde vorher restlos leeren (feuchter Schwamm,
Burstensystem)

* J-Anschlisse an hochpoligen SMDs

e Abgeschragte Spitze mit Klingenform in speziellen Winkeln

* Hochqualitatives, rationelles ,,Schlepploten” von kompletten
Pinreihen an hochpoligen SMT-Bauteilen mit J-Anschliissen
(PLCC, S0QJ)

* Kann teils auch zum Léten von THT-Steckern eingesetzt
werden

/¥ kurtz ersa
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7 LOTSPITZENTYPEN

e Spitze muss korrekt angelegt werden
- Winkel beachten
* Pad muss genligend groB sein:
-> Richtige Breite wahlen
- GroRe oder kleine Flache anlegen, je nach Platzangebot

* Hochmassige Lotstellen, hoher Warmebedarf

* Spezial-MeiRelform mit 90° Spitzenwinkel

e Bestmoglicher Warmekontakt zum Bauteilanschluss und zur
Landeflache zugleich = hochleistungsfahiger Lotspitzentyp

* Asymmetrischer Aufbau - grofRe und kleine Auflageflache
sorgen fir eine flexible Anwendung

e FiUr THT- und SMT-Leistungsbauteile

* Verschiedene Breiten verfligbar

Optimaler Einsatz

HUF-/ KUHFUBFORM

Spitze muss korrekt angelegt werden

- Winkel beachten

Spitze muss zu Draht und Pad passen:
- Richtige GréRRe wahlen

—-> Basismaterial nicht unnétig beheizen

Hochmassige THT-Lotstellen

Spezielle Huf-Form bzw. KuhfuRform, evtl. Sonderbauform bei
einigen Herstellern

Umschliel$t den Anschlussdraht eines

THT-Leistungsbauteils

GrolRler Querschnitt libertragt viel Warme

- hochleistungsfahiger Lotspitzentyp

Verschiedene GrolRen verfligbar

/¥ kurtz ersa




#%/ AUSWAHL DER RICHTIGEN LOTSPITZE

Spitze zu klein Spitze zu groR Passend - OK
* Ubertragt zu wenig Energie * Beschadigt evtl. Stopplack * Lotspitzenbreite ca. 75% —
* Fir diesen Fall ungiinstige, * Niedermassiges Basismaterial 100% der Anschlussbreite
kegelige Spitzenform neben dem Pad kann * MeiBelform, wenn moglich
Uberhitzen

/7 kurtz ersa 23



7/ 3.DAS LOT

* Das Lot dient als metallisches Bindemittel im Lotprozess.
Metallische Bindemittel, meist in Form eines Drahtes oder
einer Stange aufbereitet, gibt es in unterschiedlichen
Zusammensetzungen.

* Bleifreie Lote sind in der Regel Zinnlegierungen mit Zusatzen von
Silber (Ag) und/oder Kupfer (Cu).

* Die Zusammensetzung der Legierung entscheidet tber
Schmelztemperatur und physikalische Eigenschaften der Verbindung.

Faktoren fiir die Auswahl einer Legierung:

* Fertigungsverfahren,

* Spezifikation der Elektroniken,

* Einsatzbereich der Elektroniken,
* Kosten der Legierung.

Latdrahit mit efner bzw mehreren Flussmitfelsselon

24 # kurtz ersa



#/ 4. DAS FLUSSMITTEL FUR DEN ELEKTRONIKLOTPROZESS

Zusatzflussmittel — typische Lieferformen

awosTz MCEOIONS womiagernt

No clean Flussmiltelcreme 94,6581 5070 Fluxpasie F-SW3

Fliissiges ".‘x_ Fliissiges
Flussmittel “- Flussmittel
(Flasche) (Stift)

* Flussmittel sorgt fiir eine metallisch reine
Oberflache der zu I6tenden Bauteile.

* Es entfernt Oxide und verhindert erneute
Fliissiges Flussmittel (Stift) Oxidation bis zum Abschluss des Létvorgangs.

/7 kurtz ersa 25




#% 5. EIN SICHERES UND SAUBERES ARBEITSUMFELD

Ersa EASY ARM 1&2

* Beim Loten entstehen gesundheitsschadliche Flussmitteldampfe.

* Die Filtergerate EASY ARM 1&2 filtern diese Dampfe mithilfe von HEPA-
Feinstaub- und Aktivkohlefiltern.

e Beide Gerate lassen sich mit Lotstationen verbinden und besitzen einen
automatischen Standby-Modus.

Ce

So sehen die GS- bzw. VDE-
Zeichen aus

b
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Loten & Entloten
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/%7 THT LOTEN SCHRITT FUR SCHRITT

Spitze reinigen/aktivieren,
Benetzungstest

i

Abgewischte, benetzbare
Spitze flach auf Pad legen und
Pin gleichzeitig berihren.

Warmebriicke herstellen:
Erst etwas Lotdraht zwischen
Pin und Pad zufiihren.

Dann Lotdraht gegenulber der
Lotspitze zufiihren >
Nie direkt auf die Spitze!

Ausreichende Menge zligig
und direkt in die Lotstelle
zufiihren.

Lotdrahtzufuhr unterbrechen,
Lotstelle weiter beheizen.

Kontakt halten, bis Lot gut
verlaufen ist - abhangig von
thermischer Masse!

Spitze zligig entfernen -
,Wischbewegung“
- Lot erstarren lassen
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/%’ OPTIMALE THT LOTSTELLE

Anzustreben ist:

Beidseitig Lotkegel,
* Sichtbar gute Benetzung an Anschluss und hohlkehlige (konkave) Form

Landeflache

* 100 % Umfangsbenetzung : Bauteil sitzt
Lotdurchstieg gerade, liegt fest
* 100 % Durchstieg fir THT 100 % auf

- Durchkontaktierte Locher

* Kein Durchstieg gefordert fir einseitige Leiterplatten
- nicht-durchkontaktierte Locher SHEnnRar

* Keine Blasen oder Lécher, glatte Oberflache

Kleine (flache)

Kontaktwinkel an Pin und
Pads

* Kein abgehobenes Lot
* Der gesamte Bauteilkorper ist in Kontakt mit der
Leiterplatte

¢ Anschluss ist im Lot erkennbar

/7 kurtz ersa 29



/% FEHLER THT LOTSTELLEN

Fehler Klassen 1, 2, 3:

* Lot beriihrt Bauteilkdrper

* Lot lauft in Drahtbiegung zur Spannungs bzw.
Zugentlastung

* BauteilfuBende nicht erkennbar im Lot, der
Bauteilkorper ist nicht in Kontakt mit der
Leiterplatte oder der Anschlussdraht ist verbogen

oder nicht klar als im Loch befindlich erkennbar

30 # kurtz ersa



#% AUSLOTEN VON DURCHSTECKBAUTEILEN (THT) — TYPISCHE PARAMETER

Das Lot an der Lotstelle muss oberhalb der Liquidustemperatur

aufgeheizt sein
e 220-240°C (bleifreies Lot)
* Lot muss vollstandig geschmolzen sein vor Start des Absaugvorgangs.

Die Spitzentemperatur muss so niedrig wie moglich sein
*  Normalerweise 330-350°C

e Je niedriger desto besser!
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Loten & Entloten

N

# kurtz ersa
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#% LOTEN HOCHPOLIGER SMD BAUELEMENTE

SCHWALLVERFAHREN BEI GULLWING-ANSCHLUSSEN

1.

2.

Evtl. Restlot und Altflussmittel von Pads entfernen.
Bauteil an zwei diagonalen Ecken mit Lot anheften.
Ausreichend Flussmittel auf Anschliisse auftragen.

Lotkolben mit Hohlkehlspitze bestiicken und niedrige
Temperatur einstellen, bleifrei ca. 320 °C — 330 °C.

Hohlkehlspitze bis zur leichten Balligkeit mit Lot befiillen
(Lotdraht).

Spitze mit Hohlkehle flach aufsetzen und vom dufRersten
Full aus langsam und ohne Druck liber die Anschliisse
gleiten lassen, ca. 1 — 2 FiiBe pro Sekunde.

Spitze liber letzten Ful® bis zum Ende herausziehen, sonst
bilden sich Briicken.

# kurtz ersa
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#% LOTEN HOCHPOLIGER SMD BAUELEMENTE

SCHWALLVERFAHREN BEI GULLWING-ANSCHLUSSEN

1. Bei Brickenbildung zwischen zwei Anschliissen
ausreichend Flussmittel auf die Briicke auftragen.

2. Hohlkehlspitze an feuchtem Schwamm leer wischen
und seitlich, parallel zur Leiterplatte, auf die Briicke
schieben, bis das Lot schmilzt.

3. Ist das Lot in die Hohlkehle geflossen, Spitze seitlich
von den Anschliissen, parallel zur Leiterplatte in
Richtung Fullende wegziehen, damit das Lot nicht
mehr zurlick an den Anschluss springen kann.
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#~/ SMT - ENTLOTEN

1. Man bendtigt eine spezielle Entlotpinzette und
passende Entl6tspitzen.

2. Nach dem Entloten entfernt man das Restlot mit einer
Lotspitze und No-Clean-Entlétlitze von der
Leiterplatte.

3. Danach kann ein neues Bauteil gelotet werden.
4. Fir das Ein- und Ausloten von BGA-Bauteilen

(Ball-Grid-Array-Chipgehausen) oder hochpoligen
SMDs nutzt man halbautomatische Rework-Stationen.

Beispiele fiir Entlétspitzen:

/)/;-5;
\
Zum Entl6ten von MELF-Bauteilen

e

"

Zum Entl6ten von SOIC-Bauteilen

# kurtz ersa
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#%/ HOCHPOLIGE SMD BAUTEILE RICHTIG AUSLOTEN

ANFORDERUNGEN AN DEN PROZESS:

Alle Anschlisse missen Giber dem Schmelzpunkt des Lotes sein, bevor das Bauteil abgehoben wird.
* Sonst Gefahr von Padverlust!
* Moglichst gleichzeitiges Aufheizen erforderlich!

Der Bauteilkorper und die Leiterplatte durfen nicht zu hei werden.
* Gefahr der thermischen Schadigung!
* Bauteilklassifizierung, MSL und Leiterplatteneigenschaften beachten!

Mechanischer Stress am Bauteil und seinen Anschliissen ist zu vermeiden, falls das Bauteil wiederverwendet werden soll.
» Gefahr der Beschadigung von Gehaduse und Anschlissen (Risse, Koplanaritat, Kurzschlussgefahr)!
* Gefahr von Padverlust auf der Leiterplatte!

Vorheizung von unten ist in jedem Fall vorteilhaft, bei hochmassigen Leiterplatten sogar obligatorisch.
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#%/ HOCHPOLIGE SMD BAUTEILE RICHTIG AUSLOTEN

KONTAKTLOS ENTLOTEN MIT HANDGEFUHRTEN HEIBLUFT GERATEN:

1. Die Anschliusse missen mit ausreichend Flussmittel benetzt sein.

2. Kleinere HeiRluftgerate miissen mit moglichst grofen Diisen und mit
kreisenden Bewegungen eingesetzt werden, wenn die Offnung kleiner
als das Bauteil ist.

3. Empfindliche Nachbarbauteile abschirmen (HeiRluft: Polimid-Band, IR:
Aluband) - Beschadigungsgefahr!

4. Teils gibt es ,Becher” mit Abhebepipette, die Giber das Bauteil gestellt
und dann mit HeiBluft beheizt werden.

5. Abheben des Bauteils mittels Pinzette oder Pipette nach Aufschmelzen.
6. Es darf keine mechanische Kraft beim Abheben des Bauteils ausgeiibt

werden! - Sind alle Lotanschliisse (iber dem Schmelzpunkt, Iasst sich
das Bauteil ganz leicht abheben - Sonst droht Padverlust!

37
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#%/ HOCHPOLIGE SMD BAUTEILE RICHTIG AUSLOTEN

ENTLOTEN MIT KONTAKTWARME

1.

Flr zweiseitige und gangige vierseitige Bauteiltypen sind spezielle
Spitzenformen fiir Auslotpinzetten verfligbar.

Spitzen missen immer gut benetzbar sein.
Die Anschliisse miissen mit ausreichend Flussmittel benetzt sein.

Vor dem Ansetzen der Spitzen muss moglichst viel Lot auf die
Beruhrflachen aufgebracht werden - Warmebriicke!

Je nach Bauteil kann zusatzliches Lot an den Anschlissen hilfreich sein.

Die Kontaktflachen der Spitzen miissen alle BauteilfiiBe zugleich
berihren!

Es darf keine mechanische Kraft beim Abheben des Bauteils ausgeiibt
werden! = Sind alle Létanschliisse Gber dem Schmelzpunkt, ldsst sich
das Bauteil ganz leicht abheben - Sonst droht Padverlust!
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Lotspitzenpflege und -reinigung

# kurtz ersa
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#> LOTSPITZENPFLEGE UND REINIGUNG
LEBENSDAUER VON LOTSPITZEN - FAKTOREN

=) Korrekte Pflege = Gute Reinigung ist essentiell!
/

Lotlegierung und Flussmittelklasse = Maglichst mildes Flussmittel

4

Bleifreies Loten belastet die Lotspitzen starker - Lotspitzen verschleiBen schneller.
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/% LOTSPITZENPFLEGE UND REINIGUNG
PFLEGE UND BEHANDLUNG

Lotspitze regelmalRig auf Beschadigungen (Risse, Locher usw.) Uberpriifen.

Defekte Spitzen miissen unverziiglich ausgetauscht werden.

Die Lotspitze nur mit einem geeigneten Werkzeug wechseln. /

organgs muss die Sp

Lotkolbenspitzen miissen bei Nichtgebrauch immer mit Lot benetzt sein!
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/% LOTSPITZENPFLEGE UND REINIGUNG

LOTSPITZENREINIGUNG MIT
METALLWOLLE UND
FEUCHTEM SCHWAMM

Feuchter Schwamm Metallwolle

Muss weicher sein als die Eisenbeschichtung der Spitzen

*  Meist Messing oder Bronzelegierungen.

* Teils mit Flussmittel beschichtet (Kompatibilitat?).

*  Entfernt wirkungsvoll Flussmittelriickstande und Oxide
(Reibung).

Schwamm richtig herum in die Ablage legen

* Beschichtete Seite nach oben (wenn vorhanden).
* Falls geschlitzt, Schlitz langs ausrichten.

* Verschmutzte / beschidigte Schwdmme ersetzen.

Schwamm 6fter auswaschen und reinigen RegelmaRig auf Verschmutzungen priifen

Feucht halten, nicht nass - Kraftig ausdriicken nach * Immer wieder saubere Seite der Wolle nach vorn drehen.
Auswaschen. e Austauschen, wenn komplett verschmutzt!

Evtl. entmineralisiertes Wasser verwenden. * Restlot aus Ablage entfernen!

Altlotreste regelmaRig aus der Ablage entfernen!
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/% LOTSPITZENPFLEGE UND REINIGUNG

HAUFIG GEMACHTE FEHLER — DIE ,,DON‘TS“ DER LOTSPITZENPFLEGE/-HANDHABUNG

P A8
‘o
Spitze abstreifen/-ziehen
statt einzustechen

In Richtung Griff abbiirsten E|nsatz"von Stahlpursten > Einsatz von Schleifmitteln
harter als Eisen!
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/% LOTSPITZENPFLEGE UND REINIGUNG

HAUFIG GEMACHTE FEHLER — DIE ,,DON‘TS DER LOTSPITZENPFLEGE/-HANDHABUNG
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/% LOTSPITZENPFLEGE UND REINIGUNG

SPITZEN- REAKTIVATOREN

* Bestehen aus Lotpulver und Spezialflussmittel
(teils auch aus Schleifmittel).

* Spitze wird bei ca. 250 °C - 270 °C in den Reaktivator eingetaucht,
abgestreift (Metallwolle, Schwamm) und wieder eingetaucht, bis
Spitze wieder vollstandig benetzt.

* Nach der Aktivierung ist die Lotspitze zu reinigen, damit keine
Flussmittelreste des Spezialflussmittels auf die Platine
verschleppt werden.

* Bei Reaktivatoren mit Schleifmittel wird die Spitze bei ca. 300 °C
kraftig durch die festere Masse gezogen
- danach unbedingt Restschleifmittel abstreifen!

Spitzen- Reaktivatoren kénnen helfen, nicht mehr benetzbare Spitzen wieder mit Lot zu benetzen.

R
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e ZUBEHOR UND
PROZESSMATERIALIEN

Zubehor, Hilfsmittel und
Seminare
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#%/ TEMPERATURMESSGERATE

Uberpriifen der Lotspitzen-

temperatur mit speziellen

Temperaturmessgeraten

Vergleich der Ist-Temperaturanzeige der Station mit realer
Spitzentemperatur

= Ermoglicht Kalibration/Abgleich der Spitzentemperatur, teils
sogar automatisiert

= Vermeiden thermischer Baugruppenschaden
= Hohere Prozesssicherheit
= Erfillung der ISO-Prozesse

Erkennen von Defekten
= Defekte Regeltechnik in der Lotstation
= Heizelementdefekt bei Systemen mit Festtemperatur

/7 kurtz ersa
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/%’ SONSTIGE HILFSMITTEL

LOTDRAHT-ABROLLHILFE

Eigenschaften

Ordnung auf dem Arbeitsplatz

Keine Verschwendung von Lotdraht, keine
namenlosen Lotdrahtabschnitte

Lotdraht bleibt sauber, da weniger in der
Hand gehalten (Hautfette!)

Fir ein oder mehrere Lotdrahtrollen
erhaltlich

Vor allem bei grof3en Rollen hilfreich, z. B.
500 g

Draht kann sauber zuriickgewickelt
werden nach Beendigung der Arbeit

# kurtz ersa




7~/ TIFFANY-LOTEN

Grobloten

\
e Um die Kanten der Glaser Kupferfolie kleben
e Glasscheiben mit einzelnen Lotpunkten zusammenheften
¢ Dauer pro Punktlotvorgang ca. 1 s
J
\
¢ Fugen vollstandig mit Lotzinn fillen
 Dabei Lotspitze und Lotdraht tGber die Naht fiihren
J
\

¢ Optische Qualitat durch Feinléten optimieren
¢ Lotspitze langsam und gleichmaRig vom Anfang bis zum Ende der Naht ziehen

J

Beispiel Tiffany Lampe:

/7 kurtz ersa
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/7 SEMINARE, TRAININGS & EVENTS

Damit Sie von unseren Maschinen und unserem Maschinenwissen profitieren konnen, bieten wir ein umfangreiches

Schulungsprogramm an. In allen Bereichen des Lotens erwartet Sie ein breites Spektrum an Theorie und Praxis.

Prozess Trainings Die Zukunft des Lernens! Individuelle Technologietage, Aktuelle Themen der
>  AVLE Seminare i angepasst an lhre Bedurfnisse. Elektronikproduktion!
o > MaRgeschneiderte Kurse > MaRgeschneidert fiir lhren
>  Wellen & Selektivldten > Flexibel Zuganglich Prozess Well founded. Virtual. In real time.
= » Beantwortung lhrer spezifischen

> Reflowléten und » Stetiger Austausch von Wissen Fragen & 4

Schablonendruck » Schnelle Direkthilfe » Zusammenstellung individueller
> Individuelle Technologietage Module

Wir freuen uns auf lhren Besuch - fiir weitere Informationen:

RS ——.

A KUrez ersa
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FLECTRONICS PRODUCTION EQUIPMENT

Weltweit prasent

7 kurtz ersa

Deutschland

Ersa GmbH & Co. KG
info@ersa.de
WWW.ersa.com

Fankreich

Kurtz Ersa FRANCE
kefrance@kurtzersa.com
WWW.ersa.com

Rumiénien

Kurtz Ersa Romania S.R.L.
info.romania@kurtzersa.com
www.kurtzersa.com

Amerika

Kurtz Ersa, Inc.
usa@kurtzersa.com
WWW.ersa.com

Mexiko

Kurtz Ersa, S.A. de C.V.
info-kmx@kurtzersa.com
Wwww.ersa.com

Asia

Kurtz Ersa Asia Ltd.
asia@kurtzersa.com
Www.ersa.com

M Eigene Vertriebs-/

W Vertretungen vor Ort
I Sonstige Prasenz

Serviceniederlassungen

China

Ersa Shanghai
info-esh@kurtzersa.com
Www.ersa.com

Indien

Kurtz Ersa India
india@kurtzersa.com
www.kurtzersa.com

Vietnam Singapur
Kurtz Ersa Vietnam Kurtz Ersa Singapore
Company Limited info.kes@kurtzersa.com

info-kev@kurtzersa.com www.kurtzersa.com
WWW.ersa.com
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